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三星电子出 AI 解决方案，骁龙 6s Gen3 提升 AI 性能   

——电子行业周报（2024.06.10-2024.06.14）   

 

 

◼ 核心观点 

本周核心观点与重点要闻回顾 

玻璃基板：电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core，玻璃基板产
业或将加速发展。电气硝子此次开发出的 GC Core 基板芯材由玻璃粉
末和陶瓷粉末低温共烧而成，拥有陶瓷的部分性质，不易产生裂纹，
可直接使用 CO2 激光器钻孔，降低量产成本。我们认为，玻璃基板
或将适合 HPC、AI 领域的芯片，相关产业链有望持续受益。 

铜连接：GB200采用铜缆连接，预估 2024年出货量为 42 万片，相关
产业链或将受益。GB200 采用 72 个 Blackwell GPU 全互连的 NVLink

技术，拥有超过 2英里的 NVLink铜缆。GB200在 2024 年预估出货量
为 42 万片，2025 年将达到 200 万片。我们认为，GB200 出货顺利或
将提振铜连接相关器件需求，相关产业链有望持续受益。 

先进封装：三星电子发布三星 AI 解决方案，相关产业链有望持续收
益。三星电子发布三星 AI 解决方案。该方案整合了三星内部晶圆代
工、存储和先进封装服务，可提供高性能、低功耗和高带宽的 AI 芯
片解决方案，能根据客户特定需求定制芯片。我们认为，先进封装在
算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 

算力芯片：骁龙 6s Gen 3 提升 CPU、GPU 和 AI 性能，算力芯片产
业链有望持续收益。高通公司证实，骁龙 6s Gen 3 是骁龙 695 的增强
版本，主要提升 CPU、GPU 和 AI 性能。我们认为，AI 推动算力需求
攀升，相关产业链有望持续受益。 

市场行情回顾 

本周（6.10-6.14），A 股申万电子指数上涨 4.67%，整体跑赢沪深 300

指数 5.59pct，跑赢创业板综指数 2.99pct。申万电子二级六大子板块
涨跌幅由高到低分别为：元件(7.68%)、其他电子 II(7.26%)、消费电
子(5.79%)、半导体(4.42%)、电子化学品 II(3.76%)、光学光电子
(1.78%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势，海内外指
数涨跌幅由高到低分别为：费城半导体(5.88%)、道琼斯美国科技
(5.48%)、申万电子(4.67%)、台湾电子(4.52%)、纳斯达克(3.24%)、恒
生科技(-1.72%)。 

◼ 投资建议 

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英

伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏

主线、AI 为核心的算力芯片产业链。 

玻璃基板：受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建

议关注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等； 

铜连接：受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，胜

蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份； 

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加

速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等； 

算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增

长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。 

◼ 风险提示 

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。 
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1. 本周核心观点及投资建议 

核心观点： 

玻璃基板：电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core，玻璃基板产业或

将加速发展。据 IT之家报道，日本电气硝子近日宣布推出新型半导体基板

材料 GC Core。相较于有机基板，玻璃基板更为坚固，表面更为光滑，更

便于承载超精细电路，是先进封装领域的明星技术。电气硝子此次开发出

的 GC Core 基板芯材由玻璃粉末和陶瓷粉末低温共烧而成，拥有陶瓷的部

分性质，不易产生裂纹，可直接使用 CO2 激光器钻孔，降低量产成本。我

们认为，玻璃基板或将适合 HPC、AI 领域的芯片，相关产业链有望持续受

益。 

铜连接：GB200 采用铜缆连接，预估 2024 年出货量为 42 万片，相关产业

链或将受益。根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200 采用 72 个 Blackwell 

GPU 全互连的 NVLink 技术，拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆，展现了铜

缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其数据中心

设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架节省 20千

瓦的电力。根据科创板日报报道，从 CoWoS 先进封装产能研判，2024 年

下半年估计将有 42 万颗 GB200 送至下游市场，2025 年产出量上看 150 万

至 200 万颗。我们认为，GB200 出货顺利或将提振铜连接相关器件需求，

相关产业链有望持续受益。 

先进封装：三星电子发布三星 AI 解决方案，相关产业链有望持续收益。

根据 IT 之家报道，三星电子发布三星 AI 解决方案。该方案整合了三星内

部晶圆代工、存储和先进封装服务，是一个“交钥匙”的 AI 芯片制造平台。

通过整合各业务部门的独特优势，三星可提供高性能、低功耗和高带宽的 

AI 芯片解决方案，能根据客户特定需求定制芯片。三星电子内部的跨部门

合作还简化了生产流程中的供应链管理（SCM），缩短了上市时间，使总

周转时间显著提高了 20%。目前三星电子可提供处理器与 HBM 内存间 

2.5D 封装集成的整体解决方案。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐

步凸显，相关产业链有望持续受益。 

算力芯片：骁龙 6s Gen 3 提升 CPU、GPU 和 AI 性能，算力芯片产业链有

望持续收益。根据 IT 之家报道，高通公司证实，骁龙 6s Gen 3 芯片并非什

么新产品，而是骁龙 695 的增强版本，主要提升 CPU、GPU 和 AI 性能。

高通公司于 6 月 7 日发布骁龙 6s Gen 3 处理器，其部件编号为 SM6375-AC，

和旧款骁龙 695 芯片（SM6375）几乎相同，并采用相同的 6nm 工艺。这

两款芯片组共享相同的 CPU 设置、GPU、调制解调器、相机功能和无线连

接套件。高通公司已证实，骁龙 6s Gen 3 是一款“增强型”骁龙 695。我们
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认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。 

投资建议： 

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英伟达

GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI

为核心的算力芯片产业链。 

玻璃基板：受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建议关

注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等； 

铜连接：受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，胜蓝股

份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份； 

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成

长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等； 

算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。

建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。  
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2. 市场回顾 

2.1. 板块表现 

本周（6.10-6.14），A 股申万电子指数上涨 4.67%，板块整体跑赢沪深

300指数 5.59pct，跑赢创业板综指数 2.99pct。在申万 31个一级子行业中，

电子板块周涨跌幅排名为第 2 位。 

图1:A 股申万一级行业涨跌幅情况（6.10-6.14） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 

 

本周（6.10-6.14）申万电子二级行业中，元件板块上涨 7.68%，表现

较好；光学光电子板块上涨 1.78%，表现较差。电子二级行业涨跌幅由高

到低分别为：元件(7.68%)、其他电子 II(7.26%)、消费电子(5.79%)、半导

体(4.42%)、电子化学品 II(3.76%)、光学光电子(1.78%)。 

图2:A 股申万二级行业涨跌幅情况（6.10-6.14） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 
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本周（6.10-6.14）申万电子三级行业中，印制电路板板块上涨 9.83%，

表现较好；面板板块下跌 0.08%，表现较差。表现靠前的板块分别为：印

制电路板(9.83%)、半导体材料(7.41%)、其他电子Ⅲ(7.26%)。表现靠后的

板块分别为：面板(-0.08%)、半导体设备(1.68%)、集成电路封测(1.91%)。  

图3:A 股申万三级行业涨跌幅情况（6.10-6.14） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 

 

从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势。本周（6.10-6.14），海

内外指数涨跌幅由高到低分别为：费城半导体(5.88%)、道琼斯美国科技

(5.48%)、申万电子(4.67%)、台湾电子(4.52%)  、纳斯达克(3.24%)、恒生科

技(-1.72%)。 

图4:海内外指数涨跌幅情况（6.10-6.14） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 
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本周（6.10-6.14）个股涨跌幅前十位分别为：安路科技（+44.46%）、

逸豪新材（+39.51%）、东晶电子（+38.46%）、杰美特（+37.23%）、台基

股份（+31.56%）、生益电子（+28.15%）、东田微（+25.69%）、英力股份

（+23.7%）、飞凯材料（+23.63%）、雅创电子（+23.45%）。个股涨跌幅后

十位分别为：超华科技（-17.91%）、中晶科技（-6.6%）、中芯集成（-

5.54%）、骏成科技（-5.14%）、四会富仕（-4.8%）、通富微电（-4.37%）、

维峰电子（-4.09%）、联动科技（-4.03%）、澳弘电子（-3.88%）、派瑞股份

（-3.39%）。 

 

 
表1:电子行业（申万）个股本周涨跌幅前后 10 名（6.10-6.14） 

周涨跌幅前 10 名 周涨跌幅后 10 名 

证券代码 股票简称 周涨幅(%) 证券代码 股票简称 周跌幅(%) 

688107.SH 安路科技 44.46% 002288.SZ 超华科技 -17.91% 

301176.SZ 逸豪新材 39.51% 003026.SZ 中晶科技 -6.60% 

002199.SZ 东晶电子 38.46% 688469.SH 中芯集成 -5.54% 

300868.SZ 杰美特 37.23% 301106.SZ 骏成科技 -5.14% 

300046.SZ 台基股份 31.56% 300852.SZ 四会富仕 -4.80% 

688183.SH 生益电子 28.15% 002156.SZ 通富微电 -4.37% 

301183.SZ 东田微 25.69% 301328.SZ 维峰电子 -4.09% 

300956.SZ 英力股份 23.70% 301369.SZ 联动科技 -4.03% 

300398.SZ 飞凯材料 23.63% 605058.SH 澳弘电子 -3.88% 

301099.SZ 雅创电子 23.45% 300831.SZ 派瑞股份 -3.39% 

资料来源：Wind，甬兴证券研究所 
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3. 行业新闻 

高通确认骁龙 6s Gen 3 芯片为增强版 695：提升 CPU、GPU 和 AI 性能 

6 月 15 日消息，根据 IT 之家报道，高通公司证实，骁龙 6s Gen 3 芯片

并非什么新产品，而是骁龙 695（2021 年发布）的增强版本，主要提升 

CPU、GPU 和 AI 性能。高通公司于 6 月 7 日发布骁龙 6s Gen 3 处理器，

其部件编号为 SM6375-AC，和旧款骁龙 695 芯片（SM6375）几乎相同，

并采用相同的 6nm 工艺。这两款芯片组共享相同的 CPU 设置、GPU、调

制解调器、相机功能和无线连接套件。高通公司已证实，骁龙 6s Gen 3 是

一款“增强型”骁龙 695。 

资料来源：（IT之家） 

 

整合代工、存储和先进封装，三星电子推出一站化 AI 解决方案 

6 月 13 日消息，根据 IT 之家报道，三星电子发布三星 AI 解决方案。

该方案整合了三星内部晶圆代工、存储和先进封装服务，是一个“交钥匙”

的 AI 芯片制造平台。通过整合各业务部门的独特优势，三星可提供高性能、

低功耗和高带宽的 AI 芯片解决方案，能根据客户特定需求定制芯片。三星

电子内部的跨部门合作还简化了生产流程中的供应链管理（SCM），缩短

了上市时间，使总周转时间显著提高了 20%。目前三星电子可提供处理器

与 HBM 内存间 2.5D 封装集成的整体解决方案。 

资料来源：（IT之家） 

 

电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core 

6月 12日消息，根据 IT之家报道，日本电气硝子近日宣布推出新型半

导体基板材料 GC Core。相较于有机基板，玻璃基板更为坚固，表面更为

光滑，更便于承载超精细电路，是先进封装领域的明星技术。英特尔、三

星等一系列重要半导体企业均已在这个方向发力。然而，玻璃材质本身的

脆性又在一定程度上限制了玻璃基板的应用：玻璃基板的最大优势是其支

持构建 TGV（玻璃通孔）垂直通道，但目前使用常见的 CO2 激光器在玻

璃基板上钻孔时容易出现裂纹，最终可能导致基板破裂。如果想避免这一

问题，则要改用激光改性和蚀刻处理来打孔。这一方案不仅技术上更为麻

烦，也将引入额外开支。电气硝子此次开发出的 GC Core 基板芯材由玻璃

粉末和陶瓷粉末低温共烧而成，拥有陶瓷的部分性质，不易产生裂纹，可

直接使用 CO2 激光器钻孔，降低量产成本。 

资料来源：（IT之家） 

 

GB200 采用 NVLink 技术，展现铜缆连接在高性能计算领域的潜力 

3 月 29 日消息，根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200 采用 72 个

Blackwell GPU 全互连的 NVLink 技术，拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆，
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展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其

数据中心设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架

节省 20 千瓦的电力。 

资料来源：（财联社）  



行业周报 

请务必阅读报告正文后各项声明 10 

4. 公司动态 

【汇成股份】公司 DDIC 下游具体应用领域近期较为景气 

6 月 12 日消息，汇成股份在投资者互动平台表示，2024 年上半年受益

于年内体育赛事等因素影响，下游高清电视等大尺寸显示驱动芯片终端需

求旺盛；小尺寸显示驱动芯片中部分新型应用场景的品类在近期呈现快速

增长态势，如电子标签、电子烟、智能穿戴、智能家居等。 

资料来源：（投资者互动平台） 

 

【宏微科技】公司碳化硅产品进度良好 

6 月 12 日消息，宏微科技在投资者互动平台表示，公司提前布局 SiC

芯片和封装业务，相关的 SiC 模块已批量应用于新能源行业，在第三代功

率半导体器件领域的研发和量产具有先发优势；自主研发的 SiCSBD（肖

特基势垒二极管）芯片已经通过可靠性验证，并已向重点客户送样，正在

测试阶段。 

资料来源：（投资者互动平台） 

 

【裕太微】公司持续攻坚以太网相关技术 

6月 14日消息，裕太微在投资者互动平台表示，目前市场正处在 IB向

以太网转换的重要节点，过去市场认为 IB网络因其 0 丢包率等优势将横扫

AI 市场，但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本，以太

网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。公司的以太网全系列芯片

均属于高速有线通信芯片的范畴，目前使用的均为铜缆介质。在标准以太

网下铜缆介质的最高传输速率为 10G。公司目前已量产的以太网系列芯片

最高速率为 2.5G，公司在研的以太网系列芯片最高速率为 10G。公司在研

的高速以太网芯片可用于数据中心等领域中，适用于部分AI设备。待突破

10G 传输速率并进入到自定义模式后，公司将持续攻坚铜缆超高速连接芯

片，以期实现以以太网物理层芯片为切入口的高速有线通信芯片的全球化

路径。 

资料来源：（投资者互动平台） 
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5. 公司公告 

 

表2:电子行业本周重点公告（6.10-6.14） 
日期 公司 公告类型 要闻 

2024/06/10 颀中科技 利润分配 
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,189,037,288 股为基数，每股派发现

金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 118,903,728.80 元。 

2024/06/11 华润微 利润分配 
本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本 1,323,517,004 股为基数，

每股派发现金红利 0.1118 元（含税），共计派发现金红利 147,969,201.05 元。 

2024/06/11 华天科技 利润分配 

以公司现有总股本 3,204,484,648 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.220000 元人

民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、

RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.198000 元）。 

2024/06/12 世运电路 利润分配 
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 658,537,345 股为基数，每股派发现金

红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 329,268,672.5 元。 

2024/06/13 上海贝岭 利润分配 
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 708,923,303 股为基数，每股派发现金

红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 70,892,330.30 元。 

资料来源：Wind，甬兴证券研究所 
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6. 风险提示 

1）中美贸易摩擦加剧的风险 

未来若中美摩擦加剧，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。 

 

2）下游终端需求不及预期的风险 

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动

的风险。 

 

3）国产替代不及预期的风险 

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。 

  

  



行业周报 

请务必阅读报告正文后各项声明 13 

分析师声明 
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